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(57)【要約】
　ＬＥＤモジュール（２）において、たとえば内視鏡、
ボロスコープおよび顕微鏡等の導光体の用途に必要な、
典型的には８０・１０６ｃｄ／ｍ２以上の高い輝度を、
少なくとも１．４Ａの動作電流で動作するように構成さ
れた少なくとも１つのＬＥＤチップ（９）によって実現
することである。ＬＥＤチップ面積は、有利には１．５
ｍｍ２以上である。さらに、必要な場合には２つ以上の
ＬＥＤチップを高密度でパッケージングし、ＬＥＤアレ
イを構成することもできる。前記少なくとも１つのＬＥ
Ｄチップ（９）から放出された光は光結合部品（４）に
よって、細長い導光体（５）内に結合される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体（８）上に配置された少なくとも１つの発光ダイオード（ＬＥＤ）チップ（９）
を含むＬＥＤモジュール（２）であって、
　前記少なくとも１つのＬＥＤチップ（９）は、少なくとも１．４Ａの電流強度で動作す
るように構成されていることを特徴とする、ＬＥＤモジュール。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのＬＥＤチップ（９）の面積は少なくとも１．５ｍｍ２である、請
求項１記載のＬＥＤモジュール。
【請求項３】
　２つ以上の前記ＬＥＤチップ（９）が相互に高密度で配置されてＬＥＤアレイを構成す
る、請求項１または２記載のＬＥＤモジュール。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのＬＥＤチップ（９）の光を、スペクトル半値幅が５０ｎｍ以上で
ある光に変換する少なくとも１つの蛍光体が設けられている、請求項１から３までのいず
れか１項記載のＬＥＤモジュール。
【請求項５】
　少なくとも１つのＬＥＤチップは紫外（ＵＶ）光または赤外（ＩＲ）光を放出する、請
求項１から４までのいずれか１項記載のＬＥＤモジュール。
【請求項６】
　請求項１から４までのいずれか１項記載のＬＥＤモジュール（２）と、入力結合面（１
０）および出力結合面（１１）を有する光結合部品（４）とを備えた照明装置（１）であ
って、
　前記光結合部品（４）は、前記少なくとも１つのＬＥＤチップ（９）から動作中に放出
された光を該光結合部品（４）の入力結合面（１０）に結合するように、前記ＬＥＤモジ
ュール（２）に対して配置されていることを特徴とする、照明装置。
【請求項７】
　前記光結合部品（４）の入力結合面（１０）は、該光結合部品（４）の出力結合面（１
１）より小さい、請求項６記載の照明装置。
【請求項８】
　前記光結合部品（４）の入力結合面（１０）は方形に成形されており、前記少なくとも
１つのＬＥＤチップ（９）の面に適合されている、請求項６または７記載の照明装置。
【請求項９】
　前記入力結合面（１０）および／または前記出力結合面（１１）に反射防止層が設けら
れている、請求項６から８までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記光結合部品（４）は非結像光学部品として構成されている、請求項６から９までの
いずれか１項記載の照明装置。
【請求項１１】
　請求項１から５までのいずれか１項記載のＬＥＤモジュール（２）の動作方法であって
、
　前記少なくとも１つのＬＥＤチップ（９）、または場合によっては各ＬＥＤチップを、
１．４Ａ以上の電流で動作させることを特徴とする、動作方法。
【請求項１２】
　少なくとも８０・１０６ｃｄ／ｍ２の輝度を実現するように、前記ＬＥＤチップ（９）
の電流の大きさおよび／または数が選択される、請求項１１記載の動作方法。
【請求項１３】
　前記ＬＥＤモジュール（２）が、請求項６から１０までのいずれか１項記載の照明装置
（１）に組み付けられている、請求項１１または１２記載の動作方法。
【請求項１４】
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　内視鏡またはボロスコープにおける、請求項６から１０までのいずれか１項記載の照明
装置の使用。
【請求項１５】
　顕微鏡における、請求項６から１０までのいずれか１項記載の照明装置の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１つまたは複数の発光ダイオードチップを含むモジュールに関する。以下、
このモジュールを略してＬＥＤモジュール（ＬＥＤ：発光ダイオード）と称する。ここで
は発光ダイオードという用語は、ＬＥＤのうち、光を放出する部分を指す。
【０００２】
　さらに本発明は、前記ＬＥＤモジュールを有する照明装置にも関し、該ＬＥＤモジュー
ルを有する照明装置は、細長い導光体とともに使用されるように構成されている。このよ
うな用途にはとりわけ光ファイバ技術が含まれる。これはとりわけ、たとえば内視鏡、ボ
ロスコープおよび顕微鏡等である、医療分野や工業分野における診断、監視および手術用
の光ファイバ技術である。
【０００３】
　背景技術
　従来は、内視鏡にもボロスコープにも、主にハロゲンランプまたは放電ランプが使用さ
れ、とりわけ、約１００～３００Ｗの出力を有するキセノン放電ランプが使用されていた
。内視鏡ないしはボロスコープから出射した、このようなランプの光による熱負荷を低減
するためには、ランプと導光体との間に赤外線フィルタを使用する。さらに、適切な反射
器を介して、ランプの光を細長い導光体の入射面に集束させる。その際に前記導光体の入
射面において実現可能な高い輝度が、システムの機能性に決定的に重要である。
【０００４】
　内視鏡、ボロスコープおよび顕微鏡用の導光体として使用される光ファイバ束は典型的
には、５ｍｍ未満の直径と、典型的には０．５～０．７の開口数とを有する。さらに、上
述の用途では典型的には、８０・１０６ｃｄ／ｍ２以上の輝度が必要とされる。ＬＥＤを
ベースとする従来のランプに代わる代替品の前提条件は、非常に高い輝度を有するコンパ
クトなＬＥＤ装置である。
【０００５】
　発明の概要
　本発明の課題は、細い導光体に光を入力結合させるのに適した、とりわけ光ファイバ部
品に光を入力結合させるのに適したＬＥＤモジュールを提供することである。
【０００６】
　本発明の別の側面は、上述のＬＥＤモジュールをベースとして、たとえばファイバ束ま
たは液体コア導光体等である細長い導光体の入力端において、とりわけ内視鏡、ボロスコ
ープや顕微鏡に十分に高い輝度を実現できる、光結合部品を有する照明装置を提供するこ
とである。
【０００７】
　さらに、本願特許請求の範囲は、本願発明のＬＥＤモジュールの動作方法と、内視鏡、
ボロスコープおよび顕微鏡用の本願発明のＬＥＤモジュールの使用も対象とする。
【０００８】
　前記課題は、支持体上に配置された少なくとも１つの発光ダイオード（ＬＥＤ）チップ
を含む次のようなＬＥＤモジュール、すなわち、該少なくとも１つのＬＥＤチップが少な
くとも１．４Ａの電流強度で動作するように構成されたＬＥＤモジュールによって解決さ
れる。
【０００９】
　本発明の照明装置、本発明のＬＥＤモジュールの動作方法および本発明のＬＥＤモジュ
ールの使用に関しては、各独立請求項を参照されたい。
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【００１０】
　特に有利な実施形態は、各従属請求項に示されている。
【００１１】
　本発明の基本的思想は、ＬＥＤモジュールにおいて、たとえば内視鏡、ボロスコープお
よび顕微鏡等の導光体の用途に必要な、典型的には８０・１０６ｃｄ／ｍ２以上の高い輝
度を、少なくとも１．４Ａの動作電流で動作するように構成された少なくとも１つのＬＥ
Ｄチップによって実現することである。
【００１２】
　さらに、前記少なくとも１つのＬＥＤのチップの面積が少なくとも１．５ｍｍ２である
ようにするのが有利であることが判明している。さらに、２つ以上のＬＥＤチップを相互
に高い密度で配置してアレイを構成することにより、相応に大きな光発光面積を実現する
のが有利である導光体の用途もある。
【００１３】
　また、ＬＥＤチップを支持体上に直接配置することも有利である。このことにより、Ｌ
ＥＤチップからの放熱を改善することができる。というのも、前記支持体は有利には、熱
伝導性が特に良好な材料から成り、たとえば銅から成るからである。さらに、前記ＬＥＤ
支持体は有利には、前記（複数の）ＬＥＤの損失熱を周辺または冷媒に良好に放出する放
熱部材上に配置される。さらには、個別のＬＥＤチップはケーシングも１次光学系も有さ
ないのが有利である。このことにより、２つ以上のＬＥＤチップを相互に比較的高い密度
で配置してＬＥＤアレイを構成することができる（マルチチップオンボード技術）。その
際に外部の影響から保護するためには、前記ＬＥＤアレイ全体にケーシングまたは保護層
または保護ガス等を設けることが有利である場合がある。
【００１４】
　一般的に本発明では、大部分が、典型的には９０％以上がＬＥＤチップの上部カバー面
を介して放射される面発光型のＬＥＤチップが有利である。このようなＬＥＤチップはと
りわけ、薄膜技術のＬＥＤチップである（たとえば、OSRAM 社の ThinGaN（登録商標））
。蛍光材変換によって５０ｎｍ以上のスペクトル半値幅を有する光をとりわけ白色光を放
出するＬＥＤチップが有利であり、たとえば、OSRAM Opto Semiconductor 社の超白色型
のＬＥＤまたは暖白色型のＬＥＤが有利である。基本的には、適用領域に応じて、人間の
眼で見える可視光だけでなく、紫外（ＵＶ）光または赤外（ＩＲ）光を放出するＬＥＤチ
ップも使用することができる。
【００１５】
　本発明の照明装置は、上述のＬＥＤモジュールと光結合部品とを有する。前記光結合部
品はたとえば非結像光学部品として形成され、入力結合面と出力結合面とを有する。その
際には、動作中のＬＥＤないしはＬＥＤアレイから放出された光が前記光結合部品の入力
結合面に入力結合するように、該光結合部品はＬＥＤモジュールに対して配置される。
【００１６】
　１つの実施形態では、前記光結合部品の入力結合面は出力結合面より小さい。入力結合
損失を可能な限り小さく抑えるためには、前記光結合部品の入力結合面を方形に成形し、
ＬＥＤチップ面ないしは前記ＬＥＤアレイ全体の面に適合するのが有利である。入力結合
損失をさらに低減するためには、前記光結合部品の入力結合面および／または出力結合面
に反射層を設けることができる。本発明のＬＥＤモジュールによって動作中に、たとえば
内視鏡、ボロスコープまたは顕微鏡等の多くの光ファイバ用途に必要とされる８０・１０
６ｃｄ／ｍ２以上の輝度を実現できるようにするためには、前記少なくとも１つのＬＥＤ
チップまたは場合によってはＬＥＤアレイの各ＬＥＤチップを、１．４Ａ以上の電流で動
作させる。
【００１７】
　導光体の端部における輝度値をどれだけ大きくできるかに応じて、場合によっては、最
大動作電流が少なくとも１．４Ａである適切な数のＬＥＤチップを高密度のＬＥＤアレイ
に配置する。とりわけ非結像光学部品である、本発明の照明装置の光結合部品により、前
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【００１８】
　上述の照明装置は有利には、内視鏡、ボロスコープまたは顕微鏡において使用するため
に構成されている。
【００１９】
　以下、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明のＬＥＤモジュールと細長い導光体とを有する照明装置を示す。
【００２１】
　本発明の有利な実施形態
　図１は、内視鏡において使用される本発明の照明装置１の概略的な側面図である。照明
装置１は、ＬＥＤモジュール２と、該ＬＥＤモジュール２が配置された放熱部材３と、光
結合部品４とを有する。また同図には、光ファイバ６を有する導光体５も示しており、該
光ファイバ６は外被７によって包囲されている。OSRAM Opto Semiconductor 社の Power-
OSTAR 型のＬＥＤモジュール２は、表面に金メッキが施された銅から成るプレート形の支
持体８と、総じて４つのＬＥＤチップ９とから構成される。前記４つの各ＬＥＤチップ９
はそれぞれ２ｍｍ２の面積を有し、動作中に白色光を放出する。放熱を改善するために、
前記放熱部材３と反対側の前記支持体８の面に直接、前記４つのＬＥＤチップ９がはんだ
付けされている。その場合には、前記４つのＬＥＤチップ９は相互間に７０μｍの間隔を
おいて、高密度で前記支持体８に配置されてパッケージングされ、２×２アレイを構成す
る。前記４つのＬＥＤチップ８はそれぞれ、最大６Ａの直流電流でドライバ電子回路によ
って別個に制御される（図示されていない）。このことにより、８０・１０６ｃｄ／ｍ２

を超える輝度が実現される。調光では、ＬＥＤの輝度を５％～１００％の間で調整するこ
とができる。光結合部品４は細長い非結像光学部品として構成されており、前記４つのＬ
ＥＤチップ９に対向している入力結合面１０と、導光体５の入力端に対向している出力結
合面１１とを有する。前記入力結合面１０と前記ＬＥＤチップ４との間、および、前記出
力結合面１１と前記導光体５との間にそれぞれ、エアギャップが設けられている。前記エ
アギャップは位置揃えや機械的公差に必要であり、損失を小さく抑えるためには、該エア
ギャップは０．５ｍｍを超えてはならない。光結合部品４の入力結合面１０は前記４つの
ＬＥＤチップ９から成るＬＥＤアレイの総面積より幾らか大きい。この実施例では、前記
光結合部品の断面は円形である。入力結合効率をさらに改善するためには、前記光結合部
品の断面を前記ＬＥＤアレイ全体の方形面に適合することもできる。前記光結合部品４の
出力結合面１１は前記導光体５の入射面１２に適合されており、該出力結合面１１は前記
入力結合面１０より幾らか大きい。
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【図１】

【手続補正書】
【提出日】平成24年8月9日(2012.8.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体（８）上に配置された少なくとも１つの発光ダイオード（ＬＥＤ）チップ（９）
を含むＬＥＤモジュール（２）であって、
　前記少なくとも１つのＬＥＤチップ（９）は、少なくとも１．４Ａの電流強度で動作す
るように構成されていることを特徴とする、ＬＥＤモジュール。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのＬＥＤチップ（９）の面積は少なくとも１．５ｍｍ２である、請
求項１記載のＬＥＤモジュール。
【請求項３】
　２つ以上の前記ＬＥＤチップ（９）が相互に高密度で配置されてＬＥＤアレイを構成す
る、請求項１または２記載のＬＥＤモジュール。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのＬＥＤチップ（９）の光を、スペクトル半値幅が５０ｎｍ以上で
ある光に変換する少なくとも１つの蛍光体が設けられている、請求項１から３までのいず
れか１項記載のＬＥＤモジュール。
【請求項５】
　少なくとも１つのＬＥＤチップは紫外（ＵＶ）光または赤外（ＩＲ）光を放出する、請
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求項１から４までのいずれか１項記載のＬＥＤモジュール。
【請求項６】
　請求項１から４までのいずれか１項記載のＬＥＤモジュール（２）と、入力結合面（１
０）および出力結合面（１１）を有する光結合部品（４）とを備えた照明装置（１）であ
って、
　前記光結合部品（４）は、前記少なくとも１つのＬＥＤチップ（９）から動作中に放出
された光を該光結合部品（４）の入力結合面（１０）に結合するように、前記ＬＥＤモジ
ュール（２）に対して配置されていることを特徴とする、照明装置。
【請求項７】
　前記光結合部品（４）の入力結合面（１０）は、該光結合部品（４）の出力結合面（１
１）より小さい、請求項６記載の照明装置。
【請求項８】
　前記光結合部品（４）の入力結合面（１０）は方形に成形されており、前記少なくとも
１つのＬＥＤチップ（９）の面に適合されている、請求項６または７記載の照明装置。
【請求項９】
　前記入力結合面（１０）および／または前記出力結合面（１１）に反射防止層が設けら
れている、請求項６から８までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記光結合部品（４）は非結像光学部品として構成されている、請求項６から９までの
いずれか１項記載の照明装置。
【請求項１１】
　請求項１から５までのいずれか１項記載のＬＥＤモジュール（２）の動作方法であって
、
　前記少なくとも１つのＬＥＤチップ（９）を、１．４Ａ以上の電流で動作させることを
特徴とする、動作方法。
【請求項１２】
　少なくとも８０・１０６ｃｄ／ｍ２の輝度を実現するように、前記ＬＥＤチップ（９）
の電流の大きさおよび／または数が選択される、請求項１１記載の動作方法。
【請求項１３】
　前記ＬＥＤモジュール（２）が、請求項６から１０までのいずれか１項記載の照明装置
（１）に組み付けられている、請求項１１または１２記載の動作方法。
【請求項１４】
　請求項６から１０までのいずれか１項記載の照明装置を備えた内視鏡またはボロスコー
プ。
【請求項１５】
　請求項６から１０までのいずれか１項記載の照明装置を備えた顕微鏡。
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一种LED模块，包括至少一个发光二极管芯片，所述发光二极管芯片布
置在载体上，其中所述至少一个LED芯片被配置为以至少1.4安培的电流
强度操作。
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